
개요 OVERVIEW

BGA (SiP Module)

다수 IC 및�수동소자를�실장하는 Module용�기판
- Radio Frequency 성능�향상�및�패키지�소형화�가능
- 응용�분야 : 5G 모듈, PA (Power Amplifier), SAW Filter, FEM 등

차별화 DIFFERENTIATION

주요 사양 KEY SPECIFICATIONS

Coreless RF-SiP Substrate : Thin Substrate 구현 성능�향상을�위한�회로�편차�개선 : Low Cu Roughness
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SR (Solder Resist) or SR-less
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SET Trend

Technology Trend

5G/AI/전장�등�신규�서비스�및�응용처의�기술�발전�가속화

AP Package 

AI/HPC Package

Mobile 5G/AI 확대 & 경박단소�지속 : 고성능/Thin Package

고성능화 (속도, Bandwidth, SI/PI 특성) : 대면적/고다층, EPS

Logic

HBM Logic HBM

Logic Logic Logic

Automotive
자율주행 고도화 및 신규 Application 확대

AI/Server/PC
Cloud Data Server 및 Edge Server 확대 Note PC Slim화 지속

Smartphone
폴더블 확대 5G High/Mid-end 적용

폰 두께 (폴더블)
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5G + AI


